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Epigrafe:

"MELHORTAS DOS APERFEIGOAMENTOS NOS PROCES-
SOS DE FABRICO DE CAIXAS DE SERVICOS E DAS | |
SUAS PARTES"

Resumo: (max. 150 palavras) @

Melhorias dos aperfeicoamentos nos processos de fabrico de caixas de
servicos e das suas partes, as quais consistem na utilizacdo de ligas especiais
na operacdo de soldadura das do tipo que correspondem & férmula 95 Sn, 5 Sb
e 52 Sn, 45 Pb 3 Sb, assim camo a aplicacdo de um novo material de substracto
formado por fibras de vidro na superficie externa e papel "epoxy" na interna
e finalmente, um verniz especial formando um banho fotossensivel e bom repelente
da agua, para além de preservar da corrosdo.




DESCRICADO

"MELHORIAS DOS APERFEICOAMENTOS NOS PROCESSOS
DE FABRICO DE CAIXAS DE SERVIGOS E DAS SUAS
' PARTES"

A presente invengdo consiste na adicdo de
umas melhorias introduzidas na Patente de Invencdo Espanhola
Ne. P9200325, cujo titulo é "APERFEIGCOAMENTOS NOS PROCESSOS
DE FABRICO DE CAIXAS DE SERVIGOS E DAS SUAS PARTES", cujas
novas caracteristicas de construcdo, conformacdo e desenho
cumprem a missdo para que especificamente foram concebidas,
com uma segurancga e eficacia maximas.

Na patente principal N2. P9200325, era definido
um processo aperfei¢oado de fabrico de caixa de servicos
e das suas partes caracterizado por incluir uma série
de operagdes, tais como- corte e mecanizac3o das cavilhas,
corte, dobragem e mecanizac3o -das pontes, insercdo de
cavilhas curtas ou compridas nas placas de circuito impresso,
soldagem das cavilhas & ©placa de circuitos impressos,
inserc¢do de linguetes e . tomadas fémeds' e a sua posterior
soldadura, comprovagéo do circuito plano, dobragem do
circuito e colocacdo de um separador entre as duas partes
do referido <circuito, interligado por meio da insercdo
de cavilhas compridas de varios circuitos impressos, montagem
das tampas de pléstico, suportes de 1ligadores e relés
e finalmente, a montagem dos fusiveis para efectuar depois
uma Gltima comprovacdo de toda a caixa de servicgos.

A presente 1invengdo tem como objectivo umas
melhorias nas operagdes de soldadura dos circuitos impres-
sos, assim como o acabamento da superficie dos mesmos com
o0 fim de melhorar a qualidade da caixa de servicos e o préprio
processo de fabrico.

O processo actual de soldadura utiliza uma
liga de estanho-chumbo (60-40%), tanto para a soldadura
da face de componentes como para a outra face.

Foram realizados ensaios de 1laboratdérios para
melhorar a qualidade da soldadura com base em outras ligas.

As placas de circuito impresso que devem de
ser soldadas pelas duas faces sofrem,. durante a segunda




fase de soldadura, uma alteracdo, devendo mudar o processo
e a composicdao do banho de estanho a fim de melhorar a
qualidade da soldadura.

No processo de soldadura, a placa de circuito
impresso é submetida durante o processo a mudancas bruscas
de temperatura ao haver diferentes tipos das mesmas, submete-
-se 1inicialmente a pléca na operacao de soldadura a uma
temperatura chamada de pré-aquecimento, a que se segue
uma temperatura chamada da 1liga de soldadura, a que se
segue finalmente uma temperatura de arrefecimento, até
que a placa com o0s componentes ja incorporados e soldados
fica a temperatura ambiente.

Assim, pois, durante estas mudancas de tempera-
tura, os materiais sofrem tensdes mecdnicas que poderiam
chegar a afectar a soldadura.

Outra das melhorias preconizadas consiste
em mudar o material de base nas faces das placas dos circui-
tos impfessos para melhorar o reaquecimento das placas
a dobragem das mesmas a saida das méaquinas de soldar e
melhorar o isolamento eléctrico.

As bases utilizadas até ao presente, as denomi-
nadas da familia de FR-2, t&m uma série de 1limitacgdes,
durante o processo de fabrico da caixa de servicos, que
nos levam, para conseguir uma maior qualidade e melhor
acabamento dos circuitos, a utilizar um novo‘tipo de Dbase.

Finalmente, outro aspecto das melhorias recai
na utilizag¢do de um verniz especial nas superficies' da
placa de circuito impresso, em cada uma das faces. A finali-
dade da mesma é melhorar a qualidade da placa aumentando
a resisténcia de isolamento nos espacos entre placas designa-
dos entre-pistas.

Outros pormenores e caracteristicas da actual
invengdo 1ir-se-d3o manifestando no decurso da descrigdo
que a seguir se faz, na qual, de uma maneira um tanto
esquematica, se expde os pormenores preferidos das partes
do processo de fabrico que foram melhoradas. Estes pormenores
ddo-se a titulo de exemplo, fazendo referéncia a um caso
possivel de realizacdo pratica, mas ndo fica 1limitado
aos pormenores de fabrico que aqui se expdem; portanto,
esta descrigdo deve ser considerada de um ponto de vista




ilustrativo e sem limitagdes de tipo algum.

Numa das realizacOes preferidas da presente
solicitude de inven¢do e como primeira melhoria na operacédo
de soldadura das placas de circuito impresso, serdo utiliza-
das 1ligas especiais do tipo que corresponde & fdérmula
95 Sn 5 Sb e 52 Sn 45 Pb 3 Sb, que melhoram a qualidade
da soldadura assim como a sua influéncia.no longo funciona-
mento da caixa, tal como na vida do carro.

As vantagens de utilizar novas 1ligas traduzem-
-se numa melhoria do processo, sendo possivel aumentar
o esforco ao corte ou a traccdo, que com a nova 1liga se
consegue aumentar de 380Kg/cm2 a 420Kg/cm2.

Também se incrementam outras propriedades
mecanicas como a alongagcdo em (%), que passa de 28%
(60 Sn 40%) a 38% (95 Su 5 Sb).

A segunda das melhorias introduzidas fundamenta-
-se na aplicagdo de um novo material de base - chamado
"CEM-1", que se caracteriza por ser formado por umas fibras
de vidro na superficie externa e um papel "epoxy" na interna;
esta denominacdo estd estabelecida segundo a norma NEMALI-
-1-1983, o que confere & placa umas novas caracteristicas,
tais como maior resisténcia’ & soldadura, que passa de
10 segundos na base de FR-2, a 20 segundos no novo material
de base CEM-1, uma maior resisténcia 4o arrancamento da
pista, que passa de um valor de 6-7 na base wutilizada
a um valor de 7-9 na base CEM-1, uma maior resisténcia
superficial, que passa de 102 MR a 104 MSt, assim como,
finalmente, uma menor percentagem de absorcdo da humidade
que passa de 0,55 a 0,25.

A terceira melhoria <consiste da utilizacdo
de um verniz especial, assim como da utilizacdo de uma
base especial, como é o CEM-1, com o objectivo de melhorar
a resisténcia de isolamento assim. como a absorcdo de humida-
de.

Até & data foram experimentados dois tipos
de verniz com resultados positivos:

- Projecgdo por pulverizacdo de um liquido de composicdo

fotossensivel que seca por evaporacao.

- O Dinitrol 19, que é um 1liquido repelente & A&gua

e preservativo da corroséao.




O banho fotossensivel é um 1liquido bicomposto
"fotossensivel que seca por evaporacdo deixando a sua pelicu-
la com um acabamento brilhante.

Este verniz deve ter as seguintes propriedades
geradas:

* Resisténcia a soldadura.

* Resisténcia & maioria dos dissolventes.
* Boa adesdo ao cobre.

* 1Inflamabilidade.

*¥ Boa resisténcia de isolamento.

¥ Resisténcia a humidade.

* Resisténcia a Electromigracdo.

Estes vernizes estdo baseados em resinas "epoxy".

O Dinitrol 19 é um 1liquido repelente da A&gua
que forma um filtro preventivo da corros3o. Este 1liquido
estd baseado num contéudo de substincias sdlidas, dissolvi-
das no seu dissolvente que, normalmente, é aguarras.

Quando o dissolvente se evapora, fica na placa
de circuito impresso uma pelicula muito delgada (0,03 mm),
totalmente transparente, com muito boas propriedades preven-
tivas da corrosdo e absorcdo de humidade.

Descrito suficientemente em que consiste a presen-
te invencdo como Adigdo de Patente de Invencdo, em corres—
pondéncia com as explicagdes anteriores, compreende-se
que poderdo ser introduzidas na mesma quaisquer modificacdes
de pormenor que se considerem convenientes, sempre que
ndo se altere a esséncia da presente invencio.

Lisboa, 8 de Abril de 1994

LUDGERD LOURENCO
CWGTONTIiRTNT
tgente Clicial da Fropriedsde Indusirial
Av. Ant. Aug. de Aguiar, 88-r/c Esq.

1660 LISBGA




REIVINDICACGCOES

12. - Melhorias dos aperfeicoamentos nos processos
de fabrico de caixas de servicos e das suas partes,
(Patente de Invenc¢do Espanhola N2. P9200325), caracterizadas
pelo facto que no referido processo de fabrico e na operacdo
de soldadura das placas de circuito impresso feitas por
novo processo se utilizarem 1ligas especiais do tipo que
corresponde a fdérmula 95 Sn 5 Sb e 52 Sn 45 Pb 3 Sb,
cujos pontos de fusdo superam os 183OC.

29, - Melhorias dos aperfeicoamentos nos processos
de fabrico de caixas de servicos e das suas partes, conforme
reivindicac3o 1 caracterizadas no facto de que na operacdo
de fabrico das placas de circuito impresso se utilizarem
bases das formadas por fibra de vidro nas superficies
externas e papel '"epoxy'" no interior, das do tipo designado
CEM-1.

32. - Melhorias dos aperfeicoamentos nos processos
de fabrico de caixas de éervicos e das suas partes, conforme
reivindicacdes anteriores, caracterizadas pelo facto
de na operagdo de acabamento das placas de circuito impresso
se utilizarem vernizes especiais, dos que sdo formados
por um liquido bicomposto e fotossensivel que seca por
evaporagdo e/ou liquidos repelentes a 4gua e preservativos
da corrosao dos do tipo Dinitrol 19.

42, - Melhorias dos aperfeicoamentos nos processos
de fabrico de caixas de servigcos e das suas partes, de
acordo com a reivindicag¢do 3, caracterizadas pelo facto
de o 1liquido bicomposto estar baseado em resinas do tipo
"epoxy".

2. - Melhorias dos aperfeigcoamentos nos processos
de fabrico de caixas de servicos e das suas partes, caracte-
rizadas segundo a 32. reivindicacgdo, pelo facto de o

liquido repelente & A&gua estar baseado num contédudo de




substdncias sélidas dissolvidas num dissolvente que normal-
mente é aguarrés.

Lisboa, 8 de Abril de 1994

ENCINHEIRD
Agente Oficie! ds Propriedade Indus'ria!
Av. Ant. Aug. de Aguiar, 89-r/c Esq.
15320 LISBOA
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